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ABSTRACT / ZUSAMMENFASSUNG / ABREGE 



01130439.1 



Printed wiring boards are often joined on a motherboard in order to optimize use of cabinet 
space. The process of the present invention enables more efficient manufacture and 
assembly of adjoining printed wiring boards. The steps of the inventive process comprise 
forming multiple circuits upon a common substrate (2) before the common substrate (2) is 
separated into separate boards (4,5); making interconnections (11-14) between the 
separate boards (4,5), preferably in situ and before the boards (4,5) are separated; and 
separating the common substrate (2) into a plurality of separate interconnected boards 
(4,5). Using the inventive process, interconnections between boards can be fully tested on 
a single substrate and inventory and handling processes relating to joining of separate 
boards can be simplified or eliminated. 




1 



(?§) 8UNDESREPUBLIK © Offenlegungsschrift 

DEUTSCHLAND @ D E 37 43 1 63 A1 




© Int. CI. «: 

H05K1/02 

H 01 R 9/09 
H05K 1/14 



DEUTSCHES 
PATENTAMT 



fAktenzeichen : P 37 43 1 63.3 
Anmeldetag: 19. 12. 87 

Offenlegungstag: 29. 6.89 



< 

s 



CO 
UJ 

Q 



m 
cp 



5 



o 
o 



(7?) Anmelder: 

AEG Olympia AG, 2940 Wilhelmshaven, DE 



CO 

to 



CO 
UJ 

Q 



(§> Erfinder: 

Kerzel, Gunter, 2948 Schortens. DE 



@ Gedruckte Leiterptatte fur einen elektrischen Schaltkreis, insbesondere in einer Buromaschine 



Fur kompakt auszubildende BGromaschinen ist es erfor- 
derlich, daB auch die Baugruppen bzw. Bausteine entspre- 
chend kompakt ausgebildet sind. Ein gro&es Problem war es 
bislang, die groftf lachig ausgebildeten Leiterplatten dem zur 
Verfugung stehenden Raumvolumen entsprechend anzu- 
passen. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, groRf la- 
chig ausgebildete Leiterplatten der art auszubilden, dad sie 
mit den Mitteln und Fertigungsmethoden einer modernen 
GroBserienf ertigung unter dem Gesichtspunkt einer kosten- 
gunstigen Produktion herstetlbar und kompakt sind. Diese 
Aufgabe wird dadurch gelost, da 6 die Leiterplatte (1) aus 
durch Sollbruchstellen (7) voneinander trennbaren Leiter- 
plattenteilen (2, 3, 4) bestehen und daG die Leiterplattenteile 
(2, 3, 4) durch biegbare leitende Brucken (20, 21), die Leiter- 
bahnen (6) im Bereich der Sollbruchstellen (7) ersetzen, test 
miteinander verbunden sind. Erst nach der Fertigstellung der 
kompletten Leiterplatte (1) wird diese (1) durch Biegungen 
an den vorgesehenen Sollbruchstellen (7) dem zur Verfu- 
gung stehenden Raumvolumen entsprechend angepa&t. Die 
bei dem Btegevorgang mitgebogenen Brucken (20, 21) ge- 
wahrleisten, daB die einzelnen Leiterplattenteile (2, 3, 4) ihre 
Stellungen zueinander sicher beibehalten. 
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Die Erfindung betrifft eine gedruckte Leiterplatte 
oder Schaltkarte fur einen etektrischen Schaltkreis, ins- 
besondere in einer Biiromaschine der im Oberbegriff 
des Patentanspruchs 1 angegebenen Art. 

Durch eine kompakte Ausbiidung der heutigen Biiro- 
maschinen und Gerate ist es erforderlich, auch die in 
diesen Maschinen einsetzbaren groDen Leiterplatten 
dem Raumvolumen entsprechend anzupassen. Weiter- 
hin entstehen in groBen Leiterplatten sehr leicht Span- 
nungsrisse, die durch Biegen der Platten oder auch 
durch auf diesen angeordnete schwere Bauteile, wie 
z. B. Trafos verursacht werden. Diese Spannungsrisse 
konnen sogar zu einem Ausfall der Maschinen fiihren. 
Um dieses zu verhindern, benotigen die groBflachigen 
Leiterplatten daher besondere Stutzen und sehr auf- 
wendige Befestigungen. 

Durch die DE-OS 33 02 857 ist ein Verfahren zum 
Herstellen von Vorlaminaten fur starr-flexible Leiter- 
platten mit mindestens einer leitenden Ebene unter Ver- 
wendung von mit Sollbruchstellen versehenen Prepregs 
und flexiblen metallkaschierten Laminaten bekannt, die 
im Bereich der Sollbruchstellen mittels Klebestreifen 
miteinander verbunden sind. Diese Klebestreifen er- 
moglichen aber keine starre Verbindung zwischen den 
getrennten Teilen nach dem Durchbrechen der Soll- 
bruchstellen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die oben 
genannten Nachteile der groBflachigen Leiterplatten zu 
verhindern und eine kompakte Ausbiidung derselben zu 
ermoglichen. Die Leiterplatten sollen hierbei aber mit 
den Mitteln und Fertigungsmethoden einer modernen 
GroBserienfertigung unter dem Gesichtspunkt einer 
kostengunstigen Produktion herstellbar sein. Diese Auf- 
gabe wird durch die im Patentanspruch 1 gekennzeich- 
nete Erfindung gelost. 

Die Leiterplatten zeichnen sich dadurch aus, daB sie 
in den Bestuckungsautomaten, Lotanlagen und in den 
Prufautomaten der modernen Fertigung ohne Ande- 
rung verarbeitet werden konnen. Erst bei der Montage 
der fertiggestellten Leiterplatten konnen diese an den 
dafur vorgesehenen Stellen gebrochen und gebogen 
werden. Hierbei werden die die Leiterplatten miteinan- 
der verbindenden Brucken auch entsprechend gebogen. 
Die Brucken dienen hierbei als Leiterbahn und als Ver- 
bindung und Halterung in der Biegezone. 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des Erfin- 
dungsgegenstandes sind den weiteren Unteranspruchen 
zuentnehmen. 

Die Erfindung wird anhand eines Ausfuhrungsbei- 
spiels im folgenden naher beschrieben. Es zeigen 

Fig. t eine Draufsicht auf eine mit Bauteilen bestiick- 
te, groBflachige Leiterplatte, 

Fig. 2 eine Seitenansicht zu Fig. 1 und 

Fig. 3 die Leiterplatte nach den Fig. 1 und 2 in gebo- 
genem Zustand. 

Die Fig. 1 zeigt eine gedruckte Leiterplatte 1 oder 
Schaltkarte fur einen elektrischen Schaltkreis mit auf 
einer kupferkaschierten Seite angeordneten Leiterbah- 
nen 6 und elektronischen Mikro-Bauelementen 5 zylin- 
drischer oder quaderformiger Form. Die groBflachig 
ausgebildete Leiterplatte 1 besteht aus durch Sollbruch- 
stellen voneinander getrennten Leiterplattenteiien 2, 3, 
4. Die Sollbruchstellen 7 sind zwischen langlichen, in 
Langsrichtung hintereinander angeordneten Ausneh- 
mungen 8, 9, 10, 13, 14, 15 zwischen den Leiterplattentei- 
ien 2, 3, 4 angeordnet. Die Leiterplattenteile 2, 3, 4 sind 



durch biegbare leitende Brucken 20, 21 fest miteinander 
verbunden, die die Leiterbahnen 6 im Bereich der Soll- 
bruchstellen 7 bzw. im Bereich der Biegezone ersetzen. 
Diese biegbaren Brucken 20, 21 bestehen aus Leiter- 
5 drahten, deren die Biegezone iiberbriickende Mittelteile 
24, 25 gegenuber den Oberflachen der Leiterplattenteile 
2, 3, 4 frei angeordnet und deren abgewinkelte Enden 26, 
27; 28, 29 mit den Leiterplattenteiien 2, 3, 4 fest verbun- 
den sind. 

io Die biegbaren leitenden Brucken 20, 21 ersetzen die 
Leiterbahnen 6 im Bereich der Sollbruchstellen 7. Im 
Rahmen der Erfindung konnen die Sollbruchstellen 
auch durch andere Zungen oder Anfrasungen zwischen 
den Leiterplattenteile 2, 3, 4 ausgebildet sein. 

is Die Leiterplatte 1 kann mit den Mitteln und Ferti- 
gungsmethoden einer modernen GroBserienfertigung 
unter dem Gesichtspunkt einer kostengunstigen Pro- 
duktion wie bisher hergestellt werden. Erst nach der 
kompletten Herstellung der Leiterplatte 1 kann diese 

20 bei der Montage zu einer Baugruppe in der Maschine an . 
den entsprechenden Sollbruchstellen durchgebrochen 
und durch entsprechendes Biegen der zur Verfiigung 
stehenden Raumform angepaBt werden. Da die Brucken 
20, 21 bei der Biegung der Leiterplatte 1 mitgebogen* 

25 werden, wird eine derartige Steifigkeit zwischen den 
Leiterplattenteiien 2, 3 und 3, 4 erzielt, daB die Leiter- 
plattenteile 2, 3, 4 ihre Stellungen nach der Biegung 
sicher beibehalten. Die gebogenen Leiterplattenteile 2, 
3, 4 ermoglichen eine kompakte Anordnung der Leiter- 

30 platte 1 fur den Einsatz in kompakt ausgebildeten Buro- 
maschinen. 

Patentanspruche 
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1. Gedruckte Leiterplatte oder Schaltkarte fur ei- 
nen elektrischen Schaltkreis mit auf einer kupfer- 
kaschierten Seite angeordneten Leiterbahnen und 
elektronischen Mikro-Bauelementen zylindrischer 
oder quaderformiger Form, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Leiterplatte (1) aus durch Sollbruch- 
stellen (7) voneinander trennbaren Leiterplattent- 
eiien (2, 3, 4) bestehen und daB die Leiterplattentei- 
le (2, 3, 4) durch biegbare leitende Brucken (20, 21), 
die die Leiterbahnen (6) im Bereich der Sollbruch- 
stellen (7) ersetzen, fest miteinander verbunden 
sind. 

2. Leiterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Sollbruchstellen (7) zwischen 
langlichen, in Langsrichtung hintereinander ange- 
ordneten Ausnehmungen (8, 9, 10, 13, 14, 15) zwi- 
schen den Leiterplattenteiien (2, 3, 4) angeordnet 
sind. 

3. Leiterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Sollbruchstellen durch Anritzun- 
gen oder Anfrasungen zwischen den Leiterplatt- 
enteiien (2, 3, 4) gebildet sind. 

4. Leiterplatte nach einem der vorhergehenden An- 
spruche. dadurch gekennzeichnet, daB die biegba- 
ren Brucken (20, 21) aus Leiterdrahten bestehen, 
deren die Biegezone uberbriickenden Mittelteile 
(24, 25) gegenUber den Oberflachen der Leiterplatt- 
enteile (2, 3, 4) frei angeordnet und deren abgewin- 
kelte Enden (26, 27, 28, 29) mit den Leiterplattentei- 
ien (2, 3, 4) fest verbunden sind. 
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